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(57)【要約】
【課題】明るい照明および小型化が可能で優れた放熱特
性を有する信頼性の高い照明装置を提供することである
。
【解決手段】ベース部１の主面上に複数の絶縁性ヒート
シンク２がアレイ状に配置される。各絶縁性ヒートシン
ク上にＬＥＤチップ３が設けられる。ベース部１上の複
数の絶縁性ヒートシンク３および複数の複数のＬＥＤチ
ップ３は蛍光体を含有する樹脂により封止され、蛍光体
入り樹脂モールド部４が形成される。蛍光体入り樹脂モ
ールド部４上に半球状樹脂モールド部５が形成される。
ベース部１の裏面側には円筒状の支持体６が取り付けら
れる。支持体６の外周面には複数の放熱フィン７が設け
られる。複数の放熱フィン７は支持体６の中心軸を中心
として外周面から外方に放射状に延びる。支持体６の他
端面には絶縁部６０を介して口金９が設けられる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一面および他面を有する基体と、
　前記基体の前記一面上に設けられた複数の発光素子と、
　前記基体に接して設けられた支持体と、
　前記支持体の端部に設けられ、ソケットに接続可能な電極と、
　前記基体もしくは前記支持体と一体的に形成されている放熱部材とを備え、
　前記支持体の内部に交流直流変換回路が設けられており、
　前記放熱部材の外表面は、前記一面とほぼ平行な断面において、当該放熱部材の中心部
から外方へ第一の距離離間する第一の部分と、当該放熱部材の中心部から外方へ第二の距
離離間する第二の部分を有し、
　前記第二の距離は前記第一の距離よりも大きく、
　前記放熱部材は、三角形状であることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の発光素子を用いた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の発光ダイオードを用いた種々の照明装置が開発されている。例えば、既存の電灯
用ソケットに取り付けることができる照明灯が提案されている（特許文献１参照）。
【０００３】
　この照明灯では、凹面反射鏡の基端部がセラミック製のベースに取り付けられ、ベース
の尾端側に口金が取り付けられている。凹面反射鏡の基端部からベース内にかけて樹脂モ
ールドが配置されている。樹脂モールドの頂面に基板が取り付けられ、基板に直接照明用
発光ダイオードおよび反射照明用発光ダイオードが保持されている。このような構成によ
り、広い領域を照明することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１７２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　より明るい照明装置を構成するためには、発光ダイオードの数を増加させる必要がある
。しかしながら、発光ダイオードの数を増加させると、発熱量も増加する。発光ダイオー
ドは、温度が高くなるほど、発光効率が低下するとともに信頼性が低下する。複数の発光
ダイオードを間隔をおいて配置することにより発光面積を広くすると、放熱特性が向上す
るので、発熱量が大きくても照明装置の温度上昇を抑えることができる。しかしながら、
電灯用ソケットに取り付け可能な小型の照明装置を構成するためには、複数の発光ダイオ
ードの間隔を十分に大きくすることが困難となる。そのため、複数の発光ダイオードの温
度上昇を十分に抑制することができない。
　本発明の目的は、明るい照明および小型化が可能で優れた放熱特性を有する信頼性の高
い照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る照明装置は、一面および他面を有する基体と、基体の一面上に設けられた
複数の発光素子と、基体の他面上に設けられた支持体と、支持体から外方に放射状に延び
る複数の放熱フィンとを備えたものである。
【０００７】
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　本発明に係る照明装置においては、基体の一面上に設けられた複数の発光素子が発光す
る。このとき、複数の発光素子により発生された熱は、基体および支持体に伝導し、複数
の放熱フィンを通して放散される。同時に、複数の発光素子により発生された熱により周
囲の空気が暖められる。この場合、複数の放熱フィン間に形成された通路に沿って空気の
流れが形成される。それにより、放熱特性が向上する。
【０００８】
　このように、高い放熱特性が得られるので、複数の発光素子が基体の一面上に比較的密
に配置された場合でも、複数の発光素子の温度上昇を十分に抑制することができる。した
がって、照明装置の小型化が可能になるとともに、複数の発光素子の温度上昇による発光
効率の低下を防止することができる。また、複数の発光素子の数を増加させることが可能
になるので、明るい照明を実現をすることができる。
　これらの結果、明るい照明が可能であるとともに小型化が可能で優れた放熱特性を有す
る信頼性の高い照明装置が提供される。
【０００９】
　複数の発光素子を覆うように基体の一面側が樹脂で封止されてもよい。この場合、複数
の発光素子が樹脂で保護される。また、樹脂の材料を選択することにより所望の発光特性
を得ることが可能となる。
樹脂は蛍光体を含んでもよい。この場合、蛍光体の材料を選択することにより所望の色の
照明が可能となる。
【００１０】
　複数の放熱フィンは、基体の端面より外方へ突出するように設けられてもよい。この場
合、複数の発光素子により発生された熱により周囲の空気が暖められると、複数の放熱フ
ィン間に形成された通路を通して基体側から他の側への空気の流れが形成される。それに
より、その空気の流れに周囲の空気が巻き込まれ、複数の放熱フィン間に風の流れが形成
される。その結果、放熱特性がさらに向上する。
　複数の放熱フィンは、基体の他面に対して略垂直な方向に延びるように配置されてもよ
い。
【００１１】
　この場合、複数の放熱フィン間に基体の他面に対して略垂直な方向に延びる複数の通路
が形成される。それらの複数の通路を通して風の流れが形成されることにより、放熱特性
がさらに向上する。
【００１２】
　基体、支持体および放熱フィンは金属により形成されてもよい。この場合、基体、支持
体および放熱フィンの熱伝導性が良好となるので、複数の発光素子により発生された熱が
基体、支持体および放熱フィンを通して外方へ十分に放散される。したがって、放熱特性
が十分に高くなる。
　基体、支持体および放熱フィンはアルミニウムまたは銅により形成されてもよい。それ
により、基体、支持体および放熱フィンの熱伝導性がさらに高くなる。
【００１３】
　基体と反対側の支持体の端部にソケットに接続可能な電極が設けられてもよい。この場
合、支持体の端部に設けられた電極をソケットに接続することにより、複数の発光素子に
容易に通電することができる。それにより、既存の照明装置を本発明に係る照明装置で容
易に置き換えることができる。
　照明装置は、基体の一面上に設けられた複数のヒートシンクをさらに備え、複数の発光
素子は、複数のヒートシンク上にそれぞれ設けられてもよい。
【００１４】
　この場合、複数の発光素子により発生された熱が複数のヒートシンクおよび基体を通し
て支持体に伝導し、放熱フィンから外部に放散される。それにより、放熱特性がさらに向
上する。
【００１５】
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　照明装置は、複数の放熱フィン間に気流を形成する気流形成手段をさらに備えてもよい
。
【００１６】
　この場合、複数の放熱フィン間に気流が形成されるので、放熱特性がさらに向上する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、高い放熱特性が得られるので、複数の発光素子が基体の一面上に比較
的密に配置された場合でも、複数の発光素子の温度上昇を十分に抑制することができる。
したがって、照明装置の小型化が可能になるとともに、複数の発光素子の温度上昇による
発光効率の低下を防止することができる。また、複数の発光素子の数を増加させることが
可能になるので、明るい照明を実現をすることができる。
【００１８】
　これらの結果、明るい照明が可能であるとともに小型化が可能で優れた放熱特性を有す
る信頼性の高い照明装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る照明装置の縦断面図である。
【図２】図１の照明装置のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】ベース部の詳細な構成を示す斜視図である。
【図４】複数のＬＥＤチップの接続方法の一例を示す回路図である。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る照明装置の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　図１は本発明の第１の実施の形態に係る照明装置の縦断面図である。また、図２は図１
の照明装置のＡ－Ａ線断面図である。なお、図１の縦断面図は一部側面図を含む。
【００２１】
　図１に示すように、照明装置は、板状のベース部１を備える。ベース部１は、Ａｌ（ア
ルミニウム）、Ｃｕ（銅）等の金属により形成される。以下、ベース部１の一面を主面と
呼び、ベース部１の他面を裏面と呼ぶ。このベース部１が基体に相当する。
【００２２】
　ベース部１の主面上には、複数の絶縁性ヒートシンク２がアレイ状に配置されている。
各絶縁性ヒートシンク２は、ＡｌＮ（窒化アルミニウム）等のセラミックからなる。各絶
縁性ヒートシンク２上には、ＬＥＤ（発光ダイオード）チップ３が設けられている。ＬＥ
Ｄチップ３は、青色光を発生するＬＥＤチップ（以下、青色ＬＥＤチップと呼ぶ）または
紫外光を発生するＬＥＤチップ（以下、紫外ＬＥＤチップと呼ぶ）からなる。
【００２３】
　絶縁性ヒートシンク２は、ＡｕＳｎ（金－錫合金）等からなるハンダ材または銀ペース
トによりベース部１の主面に接着されている。また、ＬＥＤチップ３は、ＡｕＳｎ等から
なるハンダ材または銀ペーストにより絶縁性ヒートシンク２上に接着されている。
【００２４】
　ＬＥＤチップ３からベース部１への放熱特性を良好にするためには、ベース部１の材料
としてＣｕを用い、ベース部１と絶縁性ヒートシンク２との間の接着および絶縁性ヒート
シンク２とＬＥＤチップ３との間の接着にハンダ材を用いることが好ましい。
【００２５】
　なお、ＬＥＤチップ３がサファイア基板等の絶縁性基板上に成膜により形成された構造
の場合は、必ずしも絶縁性ヒートシンク２は必要ではない。この場合、絶縁性基板がヒー
トシンクを兼ねた構造となる。
【００２６】
ベース部１上の複数の絶縁性ヒートシンク２および複数のＬＥＤチップ３は、蛍光体を含
有する樹脂により封止され、蛍光体入り樹脂モールド部４が形成されている。
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【００２７】
　蛍光体入り樹脂モールド部４上には、半球状樹脂モールド部５が形成されている。光の
取り出し効率を高めるように蛍光体入り樹脂モールド部４および樹脂モールド部５の一方
または両方を屈折率の異なる複数層により形成してもよい。
【００２８】
　ベース部１の裏面側には、円筒状の支持体６が取り付けられている。支持体６は、ベー
ス部１と同様に、Ａｌ、Ｃｕ等の金属により形成される。この場合、支持体６は、その中
心軸がベース部１の裏面に対して垂直となるように配置されている。
【００２９】
　支持体６の外周面には、複数の長方形の板状の放熱フィン７が取り付けられている。複
数の放熱フィン７は、ベース部１および支持体６と同様に、Ａｌ、Ｃｕ等の金属により形
成されている。
【００３０】
　ベース部１、支持体６および複数の放熱フィン７は、一体的に形成してもよい。その場
合、熱伝導性が向上する。あるいは、ベース部１、支持体６および複数の放熱フィン７を
別個に形成した後に互いに接合してもよい。
【００３１】
　図２に示すように、複数の放熱フィン７は、支持体６の中心軸Ｃを中心として外周面か
ら外方に放射状に延びかつ支持体６の中心軸Ｃに平行になるように一辺が支持体６の外周
面に取り付けられている。各放熱フィン７は、半球状樹脂モールド部５の外周部から外方
へ突出するように設けられている。
【００３２】
　支持体６および複数の放熱フィン７は、例えばＡｌの押し出し成形により作製される。
支持体６の一端面および複数の放熱フィン７の一端面は、放熱用グリースを介してベース
部１の裏面にねじ等を用いて固定されている。
【００３３】
　支持体６の他端面には、円環状の絶縁部６０を介して電灯用ソケットに接続するための
金属製の口金９が設けられている。口金９の外周面にはねじ部９１が設けられ、口金９の
頂部にはねじ部９１と絶縁された突起部９２が設けられている。ねじ部９１および突起部
９２は、それぞれ電極となる。
【００３４】
　支持体６の内部には、交流を直流に変換する交流直流変換回路８が設けられている。交
流直流変換回路８の交流部と口金９とが配線（図示せず）により接続され、交流直流変換
回路８の直流部とＬＥＤチップ３とが配線（図示せず）により接続されている。
【００３５】
　図１の照明装置において、複数の放熱フィン７をＡｌ、Ｃｕ等の金属により形成した場
合、複数の放熱フィン７の表面積の合計は２００００ｍｍ2　以上であることが好ましい
。それにより、ＬＥＤチップ３の発熱温度を４０～５０℃程度に抑制することができる。
【００３６】
　各放熱フィン７の表面積を増加させる場合には、各放熱フィン７の横方向（支持体６の
軸方向の垂直に方向）の長さを長くすることが望ましい。それにより、照明装置を天井に
取り付けた場合に、半球状樹脂モールド部５が低い位置に下がることが防止される。
　蛍光体入り樹脂モールド部４に用いる蛍光体としては、特に限定されないが、白色照明
を実現するためには、次の蛍光体を用いることができる。
【００３７】
　ＬＥＤチップ３として青色ＬＥＤチップを用いた場合には、付活剤としてＣｅ（セリウ
ム）を添加したＹＡＧ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）蛍光体（以下、ＹＡ
Ｇ：Ｃｅ蛍光体と呼ぶ）を用いる。ＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体は黄色に発光する。それにより、
ＬＥＤチップ３により発生される青色光と蛍光体により発生される黄色光とが混色し、白
色光が得られる。青色ＬＥＤチップとＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体との組み合せによれば、構造が
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単純となり、製造コストが低減される。
【００３８】
　ＬＥＤチップ３として紫外ＬＥＤチップを用いた場合には、蛍光体として赤色（Ｒ）蛍
光体、緑色（Ｇ）蛍光体および青色（Ｂ）蛍光体を用いる。この場合、ＬＥＤチップ３に
より発生される紫外光が赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光体によりそれぞれ赤色光
、緑色光および青色光に変換され、それらの赤色光、緑色光および青色光が合成されるこ
とにより白色光が得られる。紫外ＬＥＤチップと赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色蛍光
体との組み合わせによれば、青色ＬＥＤチップとＹＡＧ：Ｃｅ蛍光体との組み合わせに比
べて、白色領域の広範囲な波長を有し色むらがなく演色性に優れた白色光が得られる。
【００３９】
　蛍光体入り樹脂モールド部４および半球状樹脂モールド部５の樹脂材料としては、透明
エポキシ樹脂、シリコーン樹脂等を用いることができる。エポキシ樹脂の主成分は、ビス
フェノールＡグリシジルエーテル、ビスフェノールＦタイプ等である。透明エポキシ樹脂
の屈折率は１．５以上と高い。したがって、透明エポキシ樹脂を用いた場合には、光の取
り出し効率が高くなる。一方、シリコーン樹脂は紫外線の吸収率が低いという性質を有す
る。
【００４０】
　ＬＥＤチップ３として紫外ＬＥＤチップを用いた場合、蛍光体入り樹脂モールド部４の
樹脂材料としてシリコーン樹脂を用い、蛍光体として赤色蛍光体、緑色蛍光体および青色
蛍光体を用いることが好ましい。それにより、蛍光体入り樹脂モールド部４での紫外線の
吸収が低減される。また、半球状樹脂モールド部５の樹脂材料としては、屈折率が高いエ
ポキシ系樹脂を用いることが好ましい。
【００４１】
　図３はベース部１の詳細な構成を示す斜視図である。
図３に示すように、ベース部１の主面上に複数の絶縁性ヒートシンク２が複数列に配置さ
れている。各絶縁性ヒートシンク２上にＬＥＤチップ３が取り付けられている。複数の絶
縁性ヒートシンク２間に長尺状の複数のプリント配線基板１０が設けられている。各プリ
ント配線基板１０上には、一対の配線部１１，１２が延びている。
　各ＬＥＤチップ３の一対の電極は、Ａｕ線からなるワイヤ１３，１４によりプリント配
線基板１０の配線部１１，１２にボンディングされている。
【００４２】
　本実施の形態に係る照明装置の口金９を例えば天井に設けられた電灯用ソケットに接続
すると、交流直流変換回路８に１００Ｖの交流電圧が供給される。交流電圧は、交流直流
変換回路８により直流電圧に変換され、プリント配線基板１０の配線部１１，１２を通し
て各ＬＥＤチップ３に印加される。それにより、各ＬＥＤチップ３が発光する。
【００４３】
　複数のＬＥＤチップ３により発生された熱は、絶縁性ヒートシンク２を通してベース部
１に伝導し、さらに支持体６および複数の放熱フィン７を通して放散される。
【００４４】
　また、複数のＬＥＤチップ３により発生された熱により蛍光体入り樹脂モールド部４お
よび半球状樹脂モールド部５が発熱すると、半球状樹脂モールド部５の周囲の空気が暖め
られる。この場合、複数の放熱フィン７間に支持体６の軸方向に平行な通路が形成されて
いるので、複数の放熱フィン７に沿って上昇気流が形成される。それにより、その上昇気
流に周囲の空気が巻き込まれる。このように、複数の放熱フィン７間に、点線の矢印で示
すように、風の流れが形成されることにより、放熱特性が向上する。
【００４５】
　本実施の形態に係る照明装置では、高い放熱特性が得られるので、複数のＬＥＤチップ
３をベース部１の主面上に密に配置した場合でも、複数のＬＥＤチップ３の温度上昇を十
分に抑制することができる。したがって、照明装置の小型化が可能になるとともに、複数
のＬＥＤチップ３の温度上昇による発光効率の低下を防止することができる。また、複数
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のＬＥＤチップ３の数を増加させることにより、明るい照明を実現することができる。さ
らに、口金９を電灯用ソケットに接続することにより、既存の照明器具を本実施の形態に
係る照明装置で容易に置き換えることができる。
【００４６】
　本実施の形態に係る照明装置では、支持体６内に交流直流変換回路８が設けられている
が、複数のＬＥＤチップ３を図４に示すように接続することにより、交流直流変換回路８
が不要となる。
　図４は複数のＬＥＤチップ３の接続方法の一例を示す回路図である。
【００４７】
　端子３１，３２間に、複数組のＬＥＤチップ３が直列に接続される。各組は、互いに逆
方向に並列に接続された２つのＬＥＤチップ３からなる。端子３１，３２は、口金９のね
じ部９１および突起部９２に直接電気的に接続される。それにより、端子３１，３２間に
１００Ｖの交流電圧が印加される。
【００４８】
　例えば、各ＬＥＤチップ３の動作電圧が４Ｖである場合には、端子３１，３２間に２５
組のＬＥＤチップ３（合計５０個のＬＥＤチップ３）を直列に接続する。各ＬＥＤチップ
３の動作電圧が５Ｖである場合には、端子３１，３２間に２０組のＬＥＤチップ３（合計
４０個のＬＥＤチップ３）を直列に接続する。
【００４９】
　端子３１，３２間に印加される交流電圧の半周期で各組の一方のＬＥＤチップ３に電流
が流れ、残りの半周期で各組の他方のＬＥＤチップ３に電流が流れる。それより、交流電
圧の半周期ごとに複数のＬＥＤチップ３が半数ずつ交互に発光する。
【００５０】
　図４のＬＥＤチップ３の接続方法を用いた場合、交流直流変換回路８を支持体９内に設
けないでよい。それにより、低コスト化を図ることができる。また、支持体６の内部に空
間が不要となり、支持体６を円筒状ではなく中実の円柱状、角柱状等に形成することがで
きる。
　図５は本発明の第２の実施の形態に係る照明装置の縦断面図である。
【００５１】
　図５の照明装置においては、支持体６と絶縁部６０との間にファン用軸受け２１が設け
られ、ファン用軸受け２１に複数のベアリング２３を介してファン２３が回転可能に設け
られている。
【００５２】
　モータ２４の回転軸にプーリ２５が取り付けられ、ファン２２とプーリ２５とにファン
ベルト２６が架け渡されている。モータ２４によりプーリ２５が回転すると、ファンベル
ト２６によりファン２２が回転する。
　図５の照明装置の他の部分の構成は、図１の照明装置の構成と同様である。
【００５３】
　本実施の形態に係る照明装置においては、モータ２４によりファン２２が回転すること
により、点線の矢印で示すように、複数の放熱フィン７間に形成された通路においてベー
ス部１側からその反対側に向かって支持体８の軸方向に沿った強い風の流れが形成される
。それにより、放熱特性がより向上する。
【００５４】
　本実施の形態に係る照明装置では、十分に高い放熱特性が得られるので、複数のＬＥＤ
チップ３をベース部１の主面上に密に配置した場合でも、複数のＬＥＤチップ３の温度上
昇を十分に抑制することができる。したがって、照明装置の小型化が可能になるとともに
、複数のＬＥＤチップ３の温度上昇による発光効率の低下を十分に防止することができる
。
【００５５】
　また、複数のＬＥＤチップ３の数を増加させることにより、明るい照明を実現すること
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ができる。さらに、口金９を電灯用ソケットに接続することにより、既存の照明器具を本
実施の形態に係る照明装置で容易に置き換えることができる。
【００５６】
　なお、モータ２４の端子は、口金９のねじ部９１および突起部９２に電気的に接続され
てもよい。この場合には、複数のＬＥＤチップ３が発光すると同時にファン２２が回転す
る。あるいは、モータ２４の端子にＬＥＤチップ３とは別の配線により電力を供給しても
よい。その場合に、ファン２２をＬＥＤチップ３の発光とは独立に回転させることができ
る。
【００５７】
　なお、上記実施の形態では、支持体６が円筒状に形成されているが、支持体６の形状は
これに限定されず、角筒状、円柱状、多角柱状等の他の形状であってもよい。
【００５８】

　また、上記実施の形態では、放熱フィン７の形状が長方形状であるが、放熱フィン７の
形状はこれに限定されず、三角形状、台形状等の他の形状であってもよい。特に、三角形
状の場合、辺の数が少ないため、放熱フィン７に付いた埃を掃除機等で吸引除去するのに
適している。
【００５９】
　さらに、上記実施の形態では、半球状樹脂モールド部５が設けられているが、半球状樹
脂モールド部５の代わりに、断面矩形状、断面台形状、断面三角形状等の他の形状の樹脂
モールド部を設けてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明に係る照明装置は、屋内または屋外での種々の照明または種々の光源等として利
用することができる。
【符号の説明】
【００６１】
１　ベース部
２　絶縁性ヒートシンク
３　ＬＥＤチップ
４　蛍光体入り樹脂モールド部
５　半球状樹脂モールド部
６　支持体
７　放熱フィン
８　交流直流変換回路
９　口金
１０　プリント配線基板
１１，１２　配線部
１３，１４　ワイヤ
２１　ファン用軸受け
２２　ファン
２３　ベアリング
２４　モータ
２５　プーリ
２６　ファンベルト
３１，３２　端子
６０　絶縁部
９１　ねじ部
９２　突起部
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